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写真2

ICソケットに装着されてい

るDIP部品は取り外しにくいも

のです．4ピン程度のICなら素

手でも取り外せますが，14ピ

ン以上ともなると難しくなりま

す．そこで に示す「IC

エクストラクタ」と呼ばれる

ICを引き抜く治具が市販され

ています． に使ってい

るようすを示します．ソケット

写真2

写真1 からICを片手で簡単に外せま

す．使い方を に示します．

ICの幅やピン数によって数

種類のモデルがあります．

〈島田 義人〉
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DIP部品の端子が直接はんだ

付けされている場合，まずは，

はんだ吸い取り器やはんだ吸い

取り線を使って，端子やランド

に付いているはんだを取り除き

ます（1-4節「はんだを吸い取る

道具」参照）．

ICチップは熱に弱いため，

溶けたはんだを一瞬で吸い取れ

るはんだ吸い取り器のほうが適

しています．

はんだ吸い取り器の使い方を

に示します．吸い込む直

前まではんだごてを当てて，十

分にはんだを溶かしておくこと

がポイントです（ ）．

にはんだ吸い取り器

ではんだを除去した前後の写真
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を示します．状態を比較すると，

フィレット（富士山形に付いた

はんだ）がなくなっているのが

わかります．

全ピンのはんだが除去できた

ら，DIP ICの場合はICエクス

トラクタを使うと簡単に取り外

せます． 〈島田 義人〉
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